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一、课题来源与背景

本项目由公司自主研发，旨在攻克高性能铜基复合金属带材

制备过程中的关键技术难题，如复合加工工艺、微观组织调控、

材料性能提升等。本项目投产后，将实现高性能铜基复合金属带

材的规模化生产，满足市场需求，为我司带来可观的销售收入和

利润增长。

二、技术原理及性能指标

（1）技术原理

①异温复合金属材料轧制制备技术：利用异温轧制过程中的

热-力耦合作用，对复合带材的微观组织进行精细调控。在不同

温度下，金属材料的晶粒生长、位错运动等行为存在差异，通过

合理控制轧制温度和变形量，可以使复合带材的晶粒得到细化和

均匀化，进一步提高材料的强度、导电性等性能指标。

②贵金属侧面贯穿复合轧制制造技术：在轧制前对铜基材料

和贵金属的表面进行精细的预处理，去除表面的杂质、氧化层和



油污，提高表面活性和粗糙度，增强两种材料之间的润湿性和结

合力。同时，选择合适的润滑剂和润滑方式，减少轧制过程中的

摩擦和磨损，防止贵金属表面的划伤和氧化，保证复合轧制过程

的顺利进行和复合带材的表面质量。

③冷轧复合制造器件材料工艺技术：通过多次连续冷轧，使

铜基复合金属材料在低温下产生较大的塑性变形。大变形量冷轧

可以显著细化晶粒，提高材料的强度和硬度，改善材料的组织结

构均匀性，从而提高复合带材的综合性能。同时，大变形量冷轧

有助于使不同金属层之间的原子扩散更加充分，增强界面结合强

度，实现高性能铜基复合金属带材的制备。

（2）性能指标

①厚度：多层贵金属复合材料，贵金属层厚度控制在 1μm

及 1μm 以下。

②宽度：可根据不同应用需求定制，常见宽度范围在

200mm -1500mm 左右 。

③厚度公差：高精度的厚度公差控制在 ±0.001mm - ±

0.005mm 之间，确保带材在使用过程中的一致性和稳定性 。

④导电率：导电率在 95％IACS 以上，满足集成电路对信号

传输的高要求。

⑤导热系数：具有较高的导热系数，利于热量的快速传导，

在 80 W/(m・K)以上 ，具体数值因合金成分和制备工艺而异 。

⑥抗拉强度：抗拉强度大于 350MPa，确保带材在使用过程

中不易断裂，延伸率平均在 20%以上，保证材料具有良好的加工

性能和抗疲劳性能。



三、技术的创造性与先进性

（1）厚度公差

我司产品厚度公差可控制在 ±0.001mm-±0.005mm 之

间，能够满足高端电子、通信等领域对材料精度的苛刻要求，确

保产品的一致性和稳定性。而同类普通产品的厚度公差可能只能

达到 ±0.01mm 甚至更宽。

（2）导电导热性

通过优化合金成分和复合结构等，其导电率可达 95％IACS

以上，导热系数在 200 W/(m・K)-400 W/(m・K) 之间，相比一些

普通的铜基材料或复合程度较低的同类产品，能够更有效地降低

信号传输损耗和设备运行温度，提高能源利用效率，提升设备的

性能和可靠性。

（3）良好的力学性能

屈服强度可达 550MPa 以上，抗拉强度大于 600MPa，延

伸率在 3%-20% 之间，这种优异的力学性能组合使其在使用过

程中能够承受较大的应力和应变，不易发生变形和断裂。

（4）先进的复合技术

我司采用连续热轧复合技术、AGC自动化控制，成功开发出

铜钢系列、铜镍系列、铜铝系列、铝镍系列的复合材料，厚度达

到 1μ 以下。其他企业可能由于技术限制，无法实现如此高精

度、超薄的复合层制备，或者在复合过程中难以保证各层之间的

结合强度和性能稳定性。

四、技术的成熟程度、适用范围和安全性

（1）成熟程度



产品已完成中试并实现量产，生产工艺成熟，产品质量稳定，

拥有多项专利技术，建立了完善技术保护体系。实现高性能铜基

复合金属带材的规模化生产，满足市场需求，为我司带来可观的

销售收入和利润增长。

（2）适用范围

产品广泛应用于印刷电路板（PCB）、半导体封装、锂离子

电池、新能源汽车电机与电控系统、飞行器电气系统、热管理系

统等多领域。

（3）安全性

产品生产过程环保，符合环保标准，能够实现高效生产，降

低生产成本。同时，产品的高性能和高可靠性也减少了因材料质

量问题导致的生产过程中的废品率和售后维修成本，进而提高了

产品的性价比，使其在市场竞争中更具优势，更受客户青睐。

五、应用情况及存在的问题

（1）应用情况

产品主要应用于以下几个方面：①电子信息领域，如集成电

路、印制电路板、电子连接器；②电力电气领域，如高压输电线

路、电气设备；③新能源汽车领域，如电池系统、驱动系统、充

电系统；④航空航天领域，如飞行器结构部件、电子设备部件。

（2）存在问题

在制备铜基复合金属带材时，不同金属层间的界面结合是关

键。若结合强度不足，在后续加工或使用过程中易出现分层、开

裂等问题，严重影响带材质量。同时，界面处易形成杂质相、氧

化层，增大界面电阻，降低导电性。需要优化复合轧制工艺，精



确控制轧制力、温度、速度等参数，使不同金属层在高压下实现

原子级紧密结合，形成稳定且低电阻的界面。

六、历年获奖情况

本项目在研发过程中获得 9 项发明专利和 5 项实用新型专

利。通过质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证、

中国职业健康安全管理体系认证、汽车行业质量管理体系认证，

在行业内树立了较高技术地位，推动了行业标准化发展。


